Tecnotron

Leiterplattenpriifung

mit nur einem Gerat

A us den eigenen Anforderungen heraus ent-
wickelte das EMS-Unternehmen tecnotron
den Grid Master 14.19, der In-Circuit-, Funk-
tions- und kombinatorische Tests mit einem
Gerédt mdglich macht. Wo die Leiterplatte bis-
her eine Vielzahl von Priifungen an verschie-
denen Orten durchlief, ist jetzt alles an einem
Platz. Das Aggregat, bestehend aus einem
19-Zoll-Schrank, einem Nadelbett-Adapter, ei-
nem Display und ausgewahlten Messinstru-
menten, birgt gleich mehrere Vorteile in sich:
Durch den Tausch des Nadelbetts ist ein schnel-
ler Wechsel von einem Testprojekt zum ande-
ren garantiert. Somit gestaltet sich die deutli-
che Einsparung bei den Aufbau-, Handlings- und
Priifzeiten fiir den Auftraggeber hocheffizient
und wirtschaftlich. Die Bedienung vereinfacht
zudem den Priifprozess und ist tiber die ge-
samte Produktpalette universell einsetzbar. Mit
dem groBdimensionierten Priifplateau des Grid
Master 14.19 kénnen sogar groBe Leiterplatten

problemlos untergebracht werden. Weitere
Vorteile sind die deutlich verbesserte Testtiefe,
die geringen Einmalkosten und eine einheitli-
che Software-Schnittstelle. (zii) |

Fur temperatursensible Materialien

Warmhértender Klebstoff

Fﬁr temperatursensible Bauteile hat DELO
einen Klebstoff entwickelt, der seine volle
Festigkeit bereits bei einer Aushartungstem-
* peratur von 60 °C erreicht. Ein Anwendungs-
_bereich, in dem viele temperaturempfindliche
Materialien zum Einsatz kommen, ist das Op-
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tical Packaging. Dort werden Bauteile an Mini-
Kameras, Aktuatoren sowie Infrarot-, Bild-
oder Bewegungssensoren fiir Unterhaltungs-
elektronik verklebt. Deren Mikrooptiken erhal-
ten oft zusdtzliche Beschichtungen, die eine
Entspiegelungs- oder Filterfunktion iiberneh-
men. Sie sind sehr sensibel und werden bei
héheren Temperaturen oft beschidigt. Mit
dem neuen Epoxidharzklebstoff Delomonopox
LT204 lassen sich nun auch diese Materialien
problemlos verkleben. Der einkomponentige
Klebstoff verfiigt bei Raumtemperatur iiber
eine Verarbeitungszeit von 48 Stunden. Er
Idsst sich mit den Giblichen bis zu 200 pm diin-
nen Dosiernadeln verwenden. Die ab 60 °C
mogliche Aushidrtung minimiert den thermi-
schen Stress, sie fiihrt zu einem geringeren
Verzug der Bauteile und zu weniger Spannun-
gen im Package. Dariiber hinaus punktet der
Klebeprozess dank seines geringeren Energie-
verbrauchs mit einer hohen Wirtschaftlichkeit.
Mit seiner guten Haftung auf Kunststoffen
wie z.B. LCP, PA und PPS, Metallen sowie FR4
ist der Klebstoff universell einsetzbar. (zii) H

Schnittdarstellung eines Compact-Camera-Moduls.
Eine typische Anwendung fiir den Epoxidharzklebstoff
»Delomonopox LT204« ist die Verklebung des
Kamerageh&uses. Bild: Delo

Board-to-Board-Verbinder
Leiterplatten in
variablen Winkeln
verbinden

it der neuen SMT-Serie 5254 stellt W+P

Products einen drehbaren Board-to-
Board-Verbinder vor, der viel Design-Flexibili-
tét bietet. Er ermdglicht es, Leiterplatten auf-
recht, coplanar oder in variablen Winkeln
zwischen +90° und -60° zu verbinden. Gestal-
tet ist er in hermaphroditischem Steckerde-
sign, das die Steck- und Buchsenkontakte in
einem Stecker vereint. Der Steckverbinder kann
sozusagen mit sich selbst gesteckt werden und
reduziert damit den Aufwand der Lagerhal-
tung. Die Drehbarkeit wird mit Hochleistungs-
Dual-Beam-Federkontakten realisiert. Die
Stiftkontakte sind dazu mit einer gepragten
Vertiefung ausgestattet, die als Rotationsmit-

telpunkt fungiert. Vielfltige Steck- und Zieh-

richtungen sowie Drehungen um 150° sind
maglich. Das offene Kontaktdesign vereinfacht
den eigentlichen Steckvorgang und erlaubt
Schwimmabweichungen sowohl in Y- als auch
in Z-Richtung. Interessant ist der Einsatz der
Serie 5254 besonders fiir elektrische Steuerun-
gen, Sensoren, LED-Anwendungen und in der
Automobilelektronik — tiberall dort, wo es auf
zuverldssiges Verbinden von Leiterplatten in
variablen Winkeln und einen einfachen, flexi-
bel gestaltbaren Steckvorgang ankommt. Ver-
fiigbar sind die neuen SMT-Board-to-Board-
Verbinder in den ‘Polzahlen 2, 4 und 6 im
Rastermal3 4 mm. Die Strombelastbarkeit be-
trégt 6 A, eine problemlose Verarbeitung ist
von -40°C bis+105°C gewihrleistet. Daten-
bldtter und entsprechende Muster sind kos-
tenlos erhiltlich. (zii) [}
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